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１．概要（Summary ）： 
 300GHz 帯積層薄板 2 層構造中空導波管スロ

ットアレーアンテナをシリコン加工技術を用い

て製作し，比帯域 10%程度かつ，材料損失と大

きさから決まる限界値から 1dB 低下以内の効率

で実現することを目指している。 
 シリコンウェハの(1)パターンエッチング，(2)
メッキ，(3)接合，(4)ダイシングのうち，(2)と(4)
の技術代行を依頼する。平成 26 年度には昨年度

に引き続き(2)を実施した。 
 

２．実験（Experimental）： 
(1)アンテナならびに導波路のパターンをエッチング

した 5 枚のシリコンウェハ(厚さ 0.2mm，直径 4 イン

チ)に，前処理のあと下地を施した。その後，電気め

っきで金メッキを厚さ 0.6µm 形成した。その際の浴

温は 65℃，5mA/cm2の電流を 10 分間流した。アンテ

ナと導波路の電気特性を測定した。 
(2)電子ビーム蒸着によりクロムを下地とした金メッ

キ導波路を作製し，損失測定をした。 
(3) 下地をクロム電子ビーム蒸着および無電解ニッケ

ルメッキとした導波路を作製し，損失測定をした。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion）： 
(1)長さ 20mm の導波路の損失は約 6dB となり，一般

の金メッキ中空導波管の約 0.8dB に比べると大きい。

また，11.2mm 四方の開口を有するアンテナの損失は

約 20dB と大きくなった。下地が無電解ニッケルメッ

キだけでは，金メッキの接着性が弱く，すぐはげてし

まった。 
(2)長さ 20,40,60mm の直線導波路の透過量を測定し

た。Fig. 1 に単位長さあたりの透過量をしめす。リッ

プルは導波路両端の開口による。350GHz 付近での損

失は約 0.9-1.3dB である。この結果からの等価導電率

は 2.6-5.4x107S/m の範囲となり，銅の基準値

(5.8x107S/m)の 45-90％の範囲となっている。 

 

Fig. 1 Transmission of straight waveguides 
(3)(2)と同様な測定を行ったが，長さに対して損失が逆

転した例があり，原因を検討する必要がある。 
 
４．その他・特記事項（Others）： 
 シリコンウェハのパターンエッチング，接合をして

頂いた京都大学ナノテクノロジープラットフォーム

(微細加工) ナノテクノロジーハブ拠点に感謝する。 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 
(1)廣川他，電子情報通信学会通信ソサイアティ大会，

B-1-52，2014 年 9 月 24 日. 
 
６．関連特許（Patent）： 
 なし。 
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